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(57) Abstract: The present invention relates to a method for producing chip stacks (31) having the following method sequence: a
base layer (20), particularly a dielectric and/or photopatternable base layer, is applied to one carrier side (15) of a carrier (10), the
carrier side (15) of which is provided with an adhesively active adhesion zone (14) and a less adhesively active support zone (11),
wherein the base layer (20) is applied to a large extent over the full surface area of at least the support zone (11), the chip stacks
(31) are set up on the base layer (20), the chip stacks (31) are cast integral, the carrier (10) is detached from the base layer (20).
The invention also relates to a carrier for carrying out this method.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Chipstapeln (31) mit folgendem
Verfahrensablauf: Aufbringen einer, insbesondere dielektrischen und/oder photostrukturierbaren Basisschicht (20) auf eine Tré-
gerseite (15) eines Tréagers (10), der an seiner Tragerseite (15) mit einer adhésiv wirkenden Adhésionszone ( 14) sowie einer weni-
ger adhésiv wirkenden Stiitzzone (11) versehen ist, wobei die Basisschicht (20) zumindest aut die Stiitzzone (11) weitgehend voll-
flachig aufgebracht wird, Aufbauen der Chipstapel (31) auf der Basisschicht (20), Eingielen der Chipstapel (31), Losen des Tra-
gers ( 10) von der Basisschicht (20). AuBierdem betrifft die Ertindung einen Tréger fiir die Durchfithrung dieses Verfahrens.



